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前言

　　为适应高等职业学校人才培养和全面素质教育的需要，按照高等职业教育培养目标与基本要求，
结合职业技能鉴定需要，本教材在原《电子整机装配实习》一书的基础上，对课程的内容与知识点重
新编写组合，以应用为目的，以必须够用为度，针对电子整机装配生产实际情况，讲原理、说方法、
练技能。
让学生即学到所需的专业知识，又掌握实际操作技能，着重提高学生的工程素质。
　　学习本书的目的是使学生具备电子整机装配知识和直接从事电子整机装配的基本技能。
要实现这一目标，在教学过程中要面向市场，从职业岗位分析入手，确立以能力为本位的教学指导思
想，培养学生成为能够适应电子整机生产、服务、技术和管理等一线工作的需要，德、智、体、美等
全面发展的高等技术应用型专门人才。
　　本教材的突出特点是浅显、实用，紧密结合生产实际，反映新知识、新技术、新工艺、新方法，
将能力与技能培养贯穿于始终。
例如，突出元器件基本知识，突出手工焊接（三步法，五步法）操作技巧，突出整机的焊接、装配、
调试的工艺要求，在新知识新技术方面介绍SMT表面安装技术的元件和设备及操作等。
本教材编写的宗旨在于学以致用、培养熟练技能。
考虑到各地区、各学校课程设置、师资力量、教学条件的差异，实训操作单列为第8章表述，便于教
学中灵活选择。
　　本书由苏州高级工业学校陈其纯编写绪论和第8章中实训4、5、6、7、8；南京信息职业技术学院
王玫编写第1、2、6章和第8章中实训1、2、3、15、16、17；常州第三职业高中朱国平编写第3、5章和
第8章中实训9、10、11、12、13、14；南京信息职业技术学院金鸿编写4、7章。
　　本书由王玫任主编，南京信息职业技术学院王钧铭任主审。
　　对在编写过程中有关各方的指导和支持，表示诚挚的感谢。
　　由于编者水平有限，加之时间仓促，书中难免存在一些错误和缺陷，欢迎批评指正。
　　为了方便教学，以下列出课时分配表，供教师教学参考。
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内容概要

本书是高等职业学校电子信息类、电气控制类专业系列教材之一。
本教材编写过程中，遵循“精选内容、加强实践、培养能力、突出应用”的原则。
全书共分8章，阐述了整机装配常用器材、焊接技术、整机装配与连接、表面安装技术、整机调试检
验工艺、整机生产管理、印制电路板与软件的基本知识，第8章实训操作，共安排各类工艺操作训练17
个，供教学选用。
    本书可作为高等职业学校电子信息类专业教材，也适用于高等职业技术学院、高等专科学校、成人
高校及本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校，也可供有关工程技术人员参考。
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章节摘录

　　随着电子技术的飞跃发展，各类电子整机产品被广泛应用于国民经济的众多领域。
所谓电子整机是指由电子元器件及其他材料按照设计要求组装成的具有一定功能的电子设备（如雷达
、医疗仪器、收录机及电视机等）。
人们希望使用的是性能可靠的电子整机产品。
实践证明，要生产性能可靠的电子整机产品，除了应有完善的设计和选用优良的材料及元器件外，还
必须有先进的电子整机装配工艺来保证。
　　把电子元器件、零件、部件和导线按照设计要求组装成电子整机的过程通常称为“电子整机装配
”；电子整机装配过程中，生产方式的选择、工具设备的选用、加工的手段与步骤、操作方法和要求
等内容，统称为“电子整机装配工艺”。
电子整机装配工艺对于提高劳动生产率、降低成本、减轻劳动强度、提高产品质量具有重要意义，因
此，电子整机装配人员应当熟悉并掌握它。
　　电子整机装配工艺水平是随着电子器件的改进而发展提高的。
例如，在电子管及二极管和晶体管为主要器件的时代，整机装配是手工插元器件和手工焊接；而当集
成电路出现后，在装配工艺上就相应地出现了自动装插元器件技术和波峰焊技术；当大规模集成电路
问世后，又有了贴装机和再流焊技术；近来，超大规模集成电路的应用，又促进了复合表面安装元件
技术及微电子焊接等技术的发展。
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